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Abstract (en)
[origin: CA2034133A1] The invention relates to a metal platelet compound comprising metal platelets disposed side by side and connected by
linking members. This metal platelet compound is characterized by having applied to its underside, i.e. application side, a hot melt adhesive layer
which increases the stability of the metal platelet compound and simplifies its handling.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Metallplattchenverbund bestehend aus nebeneinander angeordneten Metallplattchen (5), die Uber Verkettungsglieder
(6) verbunden sind. Dieser Metallplattchenverbund zeichnet sich dadurch aus, daf auf seiner Unterseite, d.h. Applikationsseite (2), eine
Schmelzklebstoffschicht (3) aufgebracht ist, welche die Stabilitat des Metallplattchenverbundes erhéht und seine Handhabbarkeit vereinfacht.
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